
半導体製造装置を使用した高精度研削・切削加工
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１．概要（２００字目安）

半導体製造装置を使用した、研削、切削加工受託。
研削厚み精度　±３μm　　切削位置精度　±３μｍ

１．半導体製造装置を使用し、シリコンウエハはもちろん、様々な素材の高精度研削、切削加工を承ります。
２．加工方法の汎用性が高いため、低コスト、短納期が実現できます。
３．加工後の製品も、トレイへの収納、外観検査、真空梱包など、柔軟に対応致します。

ガラエポ基板切削 シリコン基板の溝入れ加工

（３０μｍ幅）
アルミナセラミックス切削


